Editorial

Neue Materialien und neue Materialanwendungen -
nur fiir Nischenprodukte oder fiir mehr?

Derzeit werden in vielen Laboren neue Materialien
entwickelt und/oder neue Materialanwendungen
getestet. Denn nur so konnen viele neue Produkt-
anforderungen realisiert werden.

Ein Schwerpunkt dabei ist der Bereich Additive
Produktion, zu dem der 3D-Druck gehort. Die Rea-
lisierung von Produkten mittels 3D-Druck ist inzwi-
schen stark im Kommen. Heute werden zwar noch
tiberwiegend Prototypen und Produkte in Kleinserien
mittels 3D-Druck realisiert, aber in Zukunft werden
dies zunehmend Produkte in GroB-
serien sein. Fiir den 3D-Druck
werden besondere Materialien
bendtigt. Dies gilt insbesondere,
wenn mit einem 3D-Drucksystem
Produkte mit Leiterstrukturen auf
den zuvor gedruckten isolierenden
Materialien realisiert werden und
dabei hohere Anforderungen an
die elektrische Leitfdhigkeit und
Zuverlassigkeit gestellt werden.
Hier gibt es bereits, wie beispiels-
weise auf der FED-Konferenz vor-
gestellt wurde, erste erfolgverspre-
chende Losungen.

Neben dem 3D-Druck gibt es viele weitere Verfahren
und Anwendungen, fiir die neue Materialien ben6tigt
werden bzw. Vorteile bieten.

Dies gilt beispielsweise auch fiir das Drahtbonden,
mit dem die Verbindungen vom Halbleiterchip zum
Leadframe bzw. zur Peripherie hergestellt werden.
So sind in den letzten Jahren als Alternative zu den
seit langem verwendeten Bonddrahten aus Gold und
aus Aluminium sowie fiir neue Anwendungen neue
Bonddriihte aus Kupfer und Bonddrihte mit Uberzii-
gen entwickelt worden. Nun kommt eine neue Metal-
lisierung fiir die Bondpads auf den Halbleiterchips
hinzu. Diese besteht aus einer mittels Physical Vapour
Deposition hergestellten diinnen Aluminium-Scan-
dium-Schicht. Thre Eigenschaften und die damit
erzielten Ergebnisse werden im Beitrag ,Aluminium-
Scandium als Bond-Pad-Chip-Metallisierung fiir den
Kupferdraht-Bond-Prozess* ab der Seite 2225 vor-

gestellt. Und auch dieses neue Material bzw. dessen
neue Anwendung ist vielversprechend.

Im Hinblick auf neue Anwendungen werden derzeit
auch neue Basismaterialien fiir Leiterplatten entwi-
ckelt. Hier ist neben dem Hochtemperaturbereich vor
allem der Hochstfrequenzbereich interessant. Denn
fiir die Sensorik der zukiinftig zumindest teilautono-
mem Fahrzeuge werden kostengiinstige Materialien
mit besonderen elektrischen Eigenschaften bendtigt.
Bei der Materialcharakterisierung gibt es allerdings
noch Schwierigkeiten. Denn Mes-
sungen im zig GHz-Bereich sind
an sich schon schwierig genug und
nun kommt dazu, dass es fiir die
Basismaterialcharakterisierung
unterschiedliche Messverfahren
gibt und man mit diesen zu unter-
schiedlichen Ergebnissen kommt.
Naheres hierzu findet sich im Bei-
trag ,Automobilsensorik als Grund-
lage des autonomen Fahrens Teil 2:
Charakterisierung der elektrischen
Eigenschaften von RF-Materialien
fiir die Automobil-Sensorik* ab der
Seite 2220. Trotz der Charakterisie-
rungsproblematik ist klar, dass auch hier die neuen
Materialien Vorteile bieten.

In allen obengenannten Féllen — 3D-Druck, Draht-
bonden oder Radarsensorik — ermdglichen die neuen
Materialien bzw. neuen Materialanwendungen nicht
nur die technische Realisierung neuer Produkte, son-
dern sie bieten zugleich auch wirtschaftliche Vor-
teile —und sei es nur durch die Moglichkeit, auf bisher
notige zusitzliche Prozessschritte oder aufwéndige
Werkzeuge verzichten zu konnen. Gerade die wirt-
schaftlichen Vorteile sind aber die entscheidende Vor-
aussetzung fiir die Entwicklung hin zur Massenan-
wendung. Sie werden deshalb wohl mehr als Nischen-
produkte oder -anwendungen werden.
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